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ANNEXE N°3 

 

 

 

 

 

 

RoHS = Restriction of the use of certain Hazardous Substances in electrical and electronic equipment.  

Visant à la « Restriction de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements 

électriques et électroniques » la directive RoHS est de plus en plus utilisée dans les industries 

électriques et électroniques. Cette directive a été officiellement adoptée en juillet 2006 par l'Union 

Européenne dans le but de protéger les hommes ainsi que l'environnement des substances chimiques 

dangereuses trouvées dans les produits électroniques et électriques. 

Depuis le 1er juillet 2006, tous les produits électriques et électroniques vendus dans l'Union Européenne 

doivent être compatibles avec les exigences de la norme RoHS. Cette norme RoHS ou « directive sans 

plomb » limite en réalité l'utilisation de 6 substances à hauteur de 0,1% par unité de poids de matériau 

homogène : 

- Le Plomb : Ce matériau est fréquemment utilisé dans la fabrication de batteries, télévisions et écran. 

RoHS limite l'utilisation du plomb à 1000ppm (Partie Par Million).  

 

- Le Mercure : Le mercure a été utilisé dans la fabrication de lampes fluorescentes, circuit imprimé, 

galvanisation de l'aluminium, les lampes à vapeur, les thermostats et les piles à combustibles. La 

directive RoHS limite l'utilisation du mercure à 1000ppm.  

 

- Le Cadmium : Le cadmium, qui a été limité à 100ppm, peut agir comme un stabilisateur pour 

quelques plastiques et est utilisé dans des batteries de nickel-cadmium, la galvanisation, la production 

de pigments, soude, alliages de brasage, systèmes d'alarme, arroseurs automatiques ainsi que dans la 

protection nucléaire.  

 

- Le Chrome Exavalent : Utilisé dans la photographie, les peintures, les plastiques et les produits en 

acier inoxydable, ce matériau est limité par la directive RoHS à 1000ppm.  

 

- Les Polybromobiphényles (PBB) : Ils sont utilisés dans les mousses de plastiques, dans les produits 

ignifuges et dans certains plastiques utilisés dans des appareils électroménagers. La directive RoHS 

limite l'utilisation des polypromobiphényles à 1000ppm. 

 

- Les Polybromodiphényléther (PBDE): Ils sont utilisés dans les appareils électroménagers, dans les 

circuits imprimés ainsi que les condensateurs. La directive RoHS limite l'utilisation des 

polybromodiphényléther à 1000ppm.  
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Datasheet   |  SFP Accessories 

ANNEXE N°4 
 

 

 

 

 

 

 

SFP & Stacking Accessories 
 

Fiber Transceivers 
 

Meraki 

Product ID 

Standard Wavelength 

(nm) 

Fiber 

Type 

Fiber 

Description 

Core / Diameter Jacket 

Color 

Max 

Distance 

Data 
Rate 

Compatibility 

MA-SFP-1GB-SX 1000BASE-SX 850 MMF OM1 62.5 μm / 125 μm Orange 220m Gigabit  
 

MX84/ MX100 

MX250/ MX400 

MA-SFP-1GB-SX 1000BASE-SX 850 MMF OM2 50 μm / 125 μm Orange 550m Gigabit MX450/ MX600 

MS120 Series 

MA-SFP-1GB-SX 1000BASE-SX 850 MMF OM3 50 μm / 125 μm Aqua 550m Gigabit MS125 Series 

MS210 Series 

MA-SFP-1GB-SX 1000BASE-SX 850 MMF OM4 50 μm / 125 μm Aqua 1km Gigabit MS225 Series 

MS250 Series 

MA-SFP-1GB-LX10 1000BASE-LX10 1310 SMF OS1/OS2 9 μm / 125 μm Yellow 10km Gigabit MS350 Series 

MS355 Series 
 

MA-SFP-1GB-LX10 
 

1000BASE-LX10 
 

1310 
 

MMF 
 

with LC mode- 

conditioning 

cable 

 
 

Yellow/ 

Orange 

 

550m 
 

Gigabit 
MS390 Series 

MS410 Series 

MS425 Series 

MA-SFP-1GB-TX 1000BASE-T N/A N/A N/A N/A N/A 100m Gigabit 
 

All except MS390 

MA-SFP-10GB-SR 10GBASE-SR 850 MMF OM1 62.5 μm / 125 μm Orange 26m 10 Gigabit MX250/ MX400 

MX450/ MX600 

MS125 Series 
MA-SFP-10GB-SR 10GBASE-SR 850 MMF OM2 50 μm / 125 μm Orange 82m 10 Gigabit 

MS225 Series 

MS250 Series 

MA-SFP-10GB-SR 10GBASE-SR 850 MMF OM3 50 μm / 125 μm Aqua 300m 10 Gigabit MS350 Series 

MS355 Series 

MS390 Series 

MA-SFP-10GB-SR 10GBASE-SR 850 MMF OM4 50 μm / 125 μm Aqua 400m 10 Gigabit MS410 Series 

MS425 Series  

MA-SFP-10GB-LR 
 

10GBASE-LR 
 

1310 
 

SMF 
 

OS1/OS2 
 

9 μm / 125 μm 
 

Yellow 
 

10km 
 

10 Gigabit 

 

 

C'est quoi un module SFP ? 

Le small form-factor pluggable (SFP) est un standard de module émetteur-récepteur compact, insérable à 

chaud, utilisé dans les réseaux de télécommunications et les réseaux informatiques. 
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ANNEXE N°5 
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ANNEXE N°6 
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ANNEXE N°7 

 

Documentation commutateurs CISCO MS120 
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ANNEXE N°8 
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ANNEXE N°9 

Configuration des VLANs des Bâtiments A et D  

 
 

T : véhicule des trames taguées             U : véhicule des trames non-taguées 
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ANNEXE N°10 

 
Documentation d’implantation des bornes DECT SNOM M700 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alimentation : Power over Ethernet (PoE) IEEE802.3af class 2 : 7W max 
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ANNEXE N°11 

Documentation Téléphone IP Yealink T42S 
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ANNEXE N°12 

Documentation Borne Wi-Fi Meraki MR36 
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ANNEXE N°13 

Captures de trames : 
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ANNEXE N°14 

 

 

 

La radio-identification, le plus souvent désignée par le sigle RFID (de l'anglais radio frequency identification), est une 
méthode pour mémoriser et récupérer des données à distance en utilisant des marqueurs appelés « radio-étiquettes » 
(« RFID tag » ou « RFID transponder » en anglais). 

Avantage de la technologie RFID : 

Lecture électromagnétique : Le champ électromagnétique du lecteur RFID traverse le carton, le plastique, le verre ou 
encore le bois. 

Lecture simultanée : En utilisant des tags de type UHF, il est possible de lire plusieurs objets en même temps et de les 
identifier même à plusieurs mètres du lecteur, pour des inventaires. 

Lecture en aveugle : La lecture est fiable, il n’y a pas d’impératif de visée comme avec un code-barres. Grâce à la 
technologie RFID, l’étiquette peut être lue quelles que soient les conditions de luminosité où elle est placée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


